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73项推荐性国家标准名称及主要内容

	序号
	计划编号
	标准名称
	性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20162475-T-339
	锂离子电池组安全设计指南
	推荐
	该文件提供了在设计锂离子电池组时涉及的与电池组安全特性相关的指导，从电池、保护电路、材料与部件、热设计、防火及安装等方面给出了提升产品安全特性的建议。
	
	

	
	20173803-T-339
	锂离子电池和电池组安全使用指南
	推荐
	该文件提供了锂离子电池和电池组使用过程中的安全指导和建议，给出了锂离子电池和电池组制造厂商向用户提供可能发生危险的相关信息。
	
	

	
	20162478-T-339
	电动道路交通工具推动用锂离子电池  第1部分：性能试验
	推荐
	本标准规定了电动道路交通工具推动用（包括纯电动交通工具BEV和混合动力电动交通工具HEV）锂离子电池的性能和寿命试验，规定了获取电动道路交通工具推动用锂离子电池的容量、功率密度、能量密度、储存寿命和循环寿命等基本性能特性的试验方法。
	
	IDT IEC 62660-1:2018

	
	20162476-T-339
	电动道路交通工具推动用锂离子电池  第2部分：可靠性和滥用测试
	推荐
	本标准规定了电动道路交通工具推动用（包括纯电动交通工具BEV和混合动力电动交通工具HEV）锂离子电池和电池并联块的可靠性和滥用测试。
	
	IDT IEC 62660-2:2018

	
	20151491-T-339
	半导体器件 微电子机械器件 第19部分：电子罗盘
	推荐
	本标准规定了电子罗盘的术语、定义、符号、性能特性、基本结构和测试方法等，适用于由磁传感器和加速度传感器组成的电子罗盘。其中电特性中规定了传感器部分的性能特性和电子罗盘的直流特性。测试方法中给出了灵敏度、线性度、零偏、频带宽度、交叉灵敏度、电流损耗等。
	
	IDT IEC 62047-19:2013

	
	20151492-T-339
	半导体器件 微电子机械器件 第5部分：射频MEMS开关
	推荐
	本标准规定了射频MEMS开关的术语和定义、基本额定值和特性、参数测试方法及可靠性试验方法等。其中术语包括开关操作术语、开关结构术语、开关网络术语、可靠性术语和电气特性术语。特性参数和测试方法中给出了直流特性、射频特性、开关特性等要求。
	
	MOD IEC 62047-5:2011

	
	20151495-T-339
	半导体器件 微电子机械器件 第7部分：用于射频控制和选择的MEMS体声波滤波器和双工器
	推荐
	本标准规定了用于射频控制和选择的体声波谐振器、滤波器和双工器的术语、定义、符号、性能特性和测试方法，用于评估和确定其性能。术语包括基本术语、体声波滤波器术语、体声波双工器术语、特性参数术语等。测试方法中给出了插入损耗、回波损耗、带宽、隔离度、纹波、驻波比等射频特性参数的测试要求。
	
	IDT IEC 62047-7:2011

	
	20184218-T-339
	接触电流和保护导体电流的测量方法
	推荐
	本标准作为电子产品安全领域中的测试方法标准，是对GB/T 12113-2003《接触电流和保护导体电流的测量方法》（等同采用IEC60990:1999）进行的修订。此次修订的《接触电流和保护导体电流的测量方法》对接触电流的测量以及测量仪器、网络的校准都有了进一步的阐述。
	GB/T 12113-2003
	IDT IEC 60990:2016

	
	20194112-T-339
	射频连接器 第58部分：SBMA系列盲插射频同轴连接器分规范
	推荐
	本标准规定了SBMA系列盲插射频通用连接器的插合界面尺寸、0级标准试验连接器的具体尺寸以及性能要求。
	
	IDT IEC 61196-58：2016

	
	20120171-T-339
	同轴通信电缆  第1-111部分：电气试验方法  相位稳定性试验
	推荐
	GB/T 17737的本部分适用于同轴通信电缆。它规定了确定同轴通信电缆相位稳定性的试验方法。
	
	IDT IEC 61196-1-111:2014

	
	20192062-T-339
	半导体集成电路 模拟数字(AD)转换器
	推荐
	本标准规定了模拟数字（AD）转换器的分类、技术要求、检验方法和检验规则等。
	
	

	
	20192064-T-339
	半导体集成电路 霍尔电路测试方法
	推荐
	本标准规定了半导体集成电路霍尔电路电特性测试方法的基本原理。功能、静态特性和动态特性的测试方法。
	
	

	
	20192063-T-339
	半导体集成电路 快闪存储器(FLASH)
	推荐
	本文件规定了快闪存储器（FLASH）的分类、技术要求、电测试方法和检验规则等。
	
	

	
	20192068-T-339
	半导体集成电路 驱动器测试方法
	推荐
	本标准规定了半导体集成电路 驱动器的电特性测试方法的基本原理和测试程序。
	
	

	
	20190758-T-339
	半导体集成电路片上系统（SoC）
	推荐
	本文件规定了片上系统（SoC）的技术要求、电测试方法和检验规则等。
	
	

	
	20194108-T-339
	高压电源变换器模块测试方法
	推荐
	本文件规定了具有直流/直流（DC/DC）变换功能的高压输入电源变换器模块主要电参数测试方法.适用于各类电子设备中高压输入电源变换器模块的主要电参数测试，输入高压范围为500V以下。其他具有DC/DC变换功能的器件可参考使用。
	
	

	
	20192065-T-339
	混合集成电路 直流/直流（DC/DC）变换器
	推荐
	本文件规定了直流/直流（DC/DC）变换器的技术要求、检验方法和检验规则等。
	
	

	
	20194107-T-339
	集成电路 电磁抗扰度测量 第1部分：通用条件和定义
	推荐
	本标准提供了集成电路（IC）的传导和辐射骚扰电磁抗扰度测量的通用信息和定义。同时也给出了常规的试验条件、试验设备和布置、试验程序和试验报告内容的描述。
	
	IDT IEC 62132-1
:2015

	
	20192073-T-339
	集成电路 电磁抗扰度测量 第8部分：辐射抗扰度测量 带状线法
	推荐
	本标准规定了集成电路（IC）对150kHz~3GHz频率范围内的射频（RF）辐射电磁骚扰的抗扰度测量方法。
	
	IDT IEC 62132-8
:2012

	
	20192072-T-339
	集成电路 脉冲抗扰度测量 第3部分：非同步瞬态注入法
	推荐
	本标准规定了集成电路（IC）对标准传导电瞬态骚扰的抗扰度测量方法。与受试器件（DUT）运行不同步的骚扰通过耦合网络施加给IC引脚。不管电瞬态骚扰是否在IC规定的工作电压范围之内，本方法都能够得到传导电瞬态骚扰和其引起的IC性能降低之间的相互关系并对其进行分类。
	
	IDT IEC 62215-3
:2013

	
	20192059-T-339
	微波半导体集成电路 放大器
	推荐
	本标准规定了微波半导体集成电路 放大器的术语、分类、技术要求、检验方法和检验规则等。
	
	

	
	20192060-T-339
	微波半导体集成电路 混频器
	推荐
	本标准规定了微波半导体集成电路 混频器的术语、分类、技术要求、检验方法和检验规则等。
	
	

	
	20201538-T-339
	半导体器件 第16-5部分：微波集成电路 振荡器
	推荐
	本文件规定了微波集成电路振荡器的术语、基本额定值、特性以及测试方法。本文件适用于固定频率振荡器和微波压控振荡器，需要外部控制器的振荡器模块（如合成器）除外。
	
	IDT IEC 60747-16-5:2020

	
	20193132-T-339
	半导体器件 集成电路 第20 部分：膜集成电路和混合膜集成电路总规范 第一篇：内部目检要求
	推荐
	本文件的目的是为了检查膜集成电路和混合膜集成电路内部的材料、结构和制造工艺。通常在封帽或包封前进行该项检验，从而找出并剔除带有内部缺陷的器件。这种缺陷会导致器件在正常应用中失效。其它的验收准则应与购买商或供应商商定。
	
	IDT IEC 60748-20-1:1994

	
	20193133-T-339
	半导体器件 第16-10部分：单片微波集成电路技术批准程序（TAS）
	推荐
	规定了关于单片微波集成电路的设计、制造和交付的术语、定义、符号、质量体系、测试、评价、验证方法以及其它要求。
	
	IDT IEC 60747-16-10:2004

	
	20194110-T-339
	半导体器件 第16-2部分：微波集成电路 预分频器
	推荐
	规定了微波集成电路预分频器的术语、字母符号、基本额定值、特性以及测试方法。
	
	IDT IEC 60747-16-2:2008

	
	20184235-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第23部分：高温工作寿命
	推荐
	规定了随时间的推移，偏置条件和温度对固态器件影响的试验方法。
	
	IDT IEC 60749-23:2011

	
	20184231-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第26部分：静电放电（ESD）敏感度测试 人体模型（HBM）
	推荐
	依据元器件和微电路对规定的人体模型（HBM）静电放电（ESD）所造成损伤或退化的敏感度，建立了元器件和微电路的ESD测试、评价和分级程序。
	
	IDT IEC 60749-26:2018

	
	20184234-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法第27部分：静电放电（ESD）敏感度测试 机器模型（MM）
	推荐
	依据半导体器件对规定的机器模型（MM）静电放电（ESD）所造成损伤或退化的敏感度，建立了半导体器件ESD测试和分级的标准程序。
	
	IDT IEC 60749-27:2012

	
	20184232-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第32部分：塑封器件的易燃性（外部引起的）
	推荐
	本文件的目的是确定器件是否由于外部发热造成燃烧。本文件使用针焰模拟安装器件的设备因意外条件而引起的小火焰。
	
	IDT IEC 60749-32:2010

	
	20182268-T-339
	电子元器件 半导体器件长期贮存 第1部分：总则
	推荐
	规定了长期贮存的相关术语、定义和原理。
	
	IDT IEC 62435-1:2017

	
	20201544-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第42部分：温湿度贮存
	推荐
	规定了评价半导体器件耐高温高湿环境能力的试验方法。
	
	IDT IEC 60749-42:2014

	
	20180209-T-339
	半导体器件 第5-6部分：光电子器件发光二极管
	推荐
	本文件规定了一般工业应用的发光二极管（LED）的术语、基本额定值和特性、测试方法和质量评定，涉及信号器、控制器、传感器等。本文件不包括照明用LED。
	
	IDT IEC 60747-5-6:2016

	
	20192069-T-339
	静电学 第2-1部分：试验方法 材料和产品静电荷消散能力
	推荐
	本文件规定了测量绝缘和静电耗散材料及产品的静电荷消散能力的试验方法。
本文件包含试验方法概述和特定用品的详细试验程序。
	
	IDT IEC 61340-2-1:2015

	
	20192070-T-339
	静电学 第4-8部分：特定应用中的标准试验方法 静电放电屏蔽袋
	推荐
	本文件根据IEC 61340-5-3的要求给出了评估静电放电屏蔽袋性能的试验方法，试验装置的设定电压为直流1000V。本试验方法同样适用于除屏蔽袋以外的其他柔性包装。
	
	IDT IEC 61340-4-8:2014

	
	20184219-T-339
	静电学 第5-1部分：电子器件的静电防护 通用要求
	推荐
	本文件规定了ESD控制程序的要求，适用于对静电敏感度不低于人体模型（HBM） 100V、带电器件模型（CDM ）200V和孤立导体35V的电气、电子元件、组件和设备进行的制造、加工、组装、安装、包装、标识、服务、测试、检验、运输以及其它生产活动。处理具有更低静电敏感电压阈值的静电放电敏感产品时，可根据需要增加控制要素或调整限值，仍可视为符合本文件的要求。
	
	IDT IEC 61340-5-:2016

	
	20182274-T-339
	半导体集成电路 视频编解码电路测试方法
	推荐
	本标准规定了半导体集成电路 视频编解码（video encoder and decoder）电路中的模拟视频接口类电路电特性测试方法的基本原理。
	
	

	
	20192061-T-339
	半导体集成电路 数字模拟（DA）转换器
	推荐
	本标准规定了数字模拟（DA）转换器的分类、技术要求、检验方法和检验规则等。
	
	

	
	20182276-T-339
	半导体集成电路 直接数字频率合成器测试方法
	推荐
	本标准规定了半导体集成电路  直接数字频率合成器的电特性测试方法的基本原理。
	
	

	
	20182283-T-339
	半导体器件的机械标准化 第6-4部分：表面安装半导体器件封装外形图绘制的一般规则 焊球阵列封装（BGA）的尺寸测量方法
	推荐
	本文件规定了焊球阵列（BGA）封装尺寸的测量方法。
	
	IDT IEC 60191-6-4:2003

	
	20182284-T-339
	集成电路TSV三维封装可靠性试验方法
	推荐
	本标准了TSV三维封装堆叠芯片的可靠性试验方法。
	
	

	
	20182273-T-339
	三维集成电路 第1部分： 术语和定义
	推荐
	本标准规定了基于硅通孔（TSV）或凸点实现堆叠芯片的多芯片集成电路的术语和定义。
	
	MOD IEC 63011-1:2018

	
	20182272-T-339
	三维集成电路 第2部分： 微间距叠层芯片的校准要求
	推荐
	本文件规定了在芯片键合过程中使用多个叠层集成电路之间初始校准和校准保持的要求。定义了校准标记和其操作步骤。
	
	IDT IEC 63011-2:12018

	
	20182275-T-339
	微波电路 电调衰减器测试方法
	推荐
	本标准规定了微波电路类的电调衰减器主要电参数的测试方法。
	
	

	
	20182263-T-339
	元器件位移损伤试验方法
	推荐
	本文件规定了元器件位移损伤试验中，环境、辐射源、试验样品、电测试、辐照偏置、试验方案制定、试验程序、试验报告等方面的要求。
	
	

	
	20151989-T-339
	可信性分析技术  佩特里网技术
	推荐
	本标准给出以可信性为目标的佩特里网的基础方法，支持系统建模、模型分析并提供分析结果。本方法面向可信性相关的所有特性的量度，如可靠性、可用性、生产可用性、维修性和安全性。适用于所有需要定性与定量可信性分析的行业。
	
	IDT IEC 62551:2012

	
	20151779-T-339
	通信网络可信性工程
	推荐
	本标准给出了通信网络可信性工程指南，建立网络可信性的通用框架，提供网络可信性实现的过程，以及网络技术设计、性能评价、安全考虑和服务质量测量的标准和方法，以实现网络可信性目标。适用于网络设备开发者和供应商、网络集成者和网络服务功能供应商的规划、评估和实现网络可信性。
	
	IDT IEC 61907:2009

	
	20151990-T-339
	通信网络可信性评估和保证方法
	推荐
	本标准从生命周期的角度，阐述通信网络可信性分析和评估的一套通用方法，提供用于网络拓扑分析、服务路径可信性评价及网络配置优化的网络可信性评估策略和整套方法，以得到网络可信性和服务可信性。本标准同时着重考虑网络可信性保证策略和整套方法，包括网络健康检查应用、网络停运控制、测试案例管理，以增强和保持网络服务运行中的可信性。适用于从事网络可信性保证和服务可信性评估的网络服务供应商、网络设计及开发人员、网络维护及操作人员。
	
	IDT IEC 62673:2013

	
	20181781-T-339
	晶体盒总规范
	推荐
	本标准规定了石英晶体元件用晶体盒的术语和定义、技术要求、试验方法、包装、标志、储存和运输，适用于石英晶体元件用晶体盒，包括基座、壳罩、引线、焊脚等部分。
	GB/T 8553-1987
	

	
	20181788-T-339
	射频声表面波（SAW）器件和声体波（BAW）器件的非线性测量指南
	推荐
	本标准规定了射频声表面波和体声波的非线性测量方法，为该类器件的测试验证和应用提供了共享技术平台。
	
	IDT IEC 62761：2014

	
	20181782-T-339
	声表面波谐振器  第1部分 总规范
	推荐
	本标准规定了声表面波谐振器的术语和定义，优先值和特性，质量评定程序，以及试验和测量程序。
	GB/T 22318.1-2008
	IDT IEC 61019-1：2004

	
	20181783-T-339
	声表面波谐振器  第2部分 使用指南
	推荐
	本标准提出表面波谐振器的基本原理、声表面波谐振器的特性以及在振荡电路中的应用指南，还给出了制订产品规范时的参数一览表。
	GB/T 22318.2-2008
	IDT IEC 61019-2：2005

	
	20181780-T-339
	石英晶体元件参数的测量 第6部分:激励电平相关性(DLD)的测量
	推荐
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	IDT IEC 62604-1:2015

	
	20193138-T-339
	有质量评定的声表面波滤波器  第1部分：总规范
	推荐
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	激光显示器件 第1-2部分:术语及文字符号
	推荐
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	推荐
	本文件描述了显示用曲面有机发光二极管（OLED）光源的光学性能测试方法。
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